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陶瓷外壳设计接口信息表
时间：                                                           编号：                  
	客户单位名称
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮箱
	

	

	产品设计负责人
	
	电话
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮箱
	

	

	产品名称/型号
	

	序号
	项 目
	内  容

	1
	开发方式
	□ 替代、仿制
□ 定制，客户提供  □样品  □图纸  □标准  □技术规范  □其他             （可多选）
□ 正向设计

	2
	项目类别
	□纵向  □新品 □811  □型谱/技术推动 □HGJ □增长工程□其他             （可多选）
□横向  □军品 □民品 □电路等测试分析  □其他              （可多选）

	3
	交付
	产品：  □外壳（底座）□内置转换瓷片（内瓷片），指标另附
□平行缝焊盖板   □金锡盖板   □光窗盖板，指标另附   □其他                 
数量：                                 （首批数量、年需求量等）
交货日期：                            （分批交，写明每批交货日期）
检验形式：□鉴定考核   □逐批检验   □协议/合同规定要求   □其他              

	4
	封装结构
	□CLCC □CDIP □CSOP □CQFP □CPGA □CLGA □CQFN/CDFN  □CQFJ  □CFP  
□JP □CDIL □其它         
引出端数：        ，□阵列数：     ×     ，□针高度：     mm
节    距：        ，跨    度：         
□引脚/引出端宽    mm×厚    mm □引线针直径φ   mm □焊球/焊柱的焊盘直径：φ     mm
陶瓷体尺寸：长     mm×宽     mm×高     mm；封装高度（包括盖板）≤       mm
内瓷片外形尺寸：长     mm×宽     mm×高     mm
密封区尺寸：外         mm，Rφ   mm；内        mm，rφ   mm
其他                                                 

	5
	封装芯片等
信息
	芯片最大工作频率：      MHz，等延迟、差分对等另附说明
最大功耗：      W
芯片尺寸：长     mm×宽     mm×厚     mm，芯片压点坐标及与外壳对应关系另附说明

	6
	封装工艺
	粘片工艺：□导电胶粘接  □Au80Sn20焊料烧结  □Au-Si共晶摩擦焊   □锡铅焊 
□银玻璃烧结  □其他       
键合方式：□硅铝丝超声焊 □热超声金丝球焊 □金带或铝带楔焊 □倒扣焊              
          □铜丝键合     □其他       
密封方式：□平行缝焊     □Au80Sn20合金熔封   □激光焊        □锡铅熔封
□胶粘接       □真空密封            □其他         
打标方式：□油墨         □激光                □喷码          □其他         


	7
	产品
质量等级
	□GJB1420B－2011 半导体集成电路外壳通用规范
□GJB2440A-2006  混合集成电路外壳通用规范
□GJB5438－2005 半导体光电子器件外壳通用规范
□其它                                        

	8
	外壳
主要
性能指标
	镀层结构：□Ni-Au  □Ni-Au-Ni-Au □Ni-Co+Au  Au层厚度范围：               μm，
Ni层厚度范围：               μm，其它           
绝缘电阻：□RI≥1×1010Ω  □其它              
引线电阻：RL≤      Ω□电源线RL≤      Ω□信号线RL≤      Ω，其它                     
引线间电容/隔离电容：相邻引线间电容≤    pF，输入端与输出端≤   pF说明             
隔离电压/介质耐电压：≥     V，说明             
特殊要求：                                      （如盖板、衬底接地，阻抗匹配等）

	9
	环境适应性
	应用环境：□航天  □航空  □地面  □海洋、井下  □民用
器件或电路适用标准：
工作温度：-    ℃～+　　　℃
盐    雾：□24小时  □48小时
温度循环：□-65℃~150℃    次    □-55℃~175℃   次      □其他         
恒定加速度：□5000g  □10000g  □15000g  □20000g  □25000g  □30000g
气密性要求：□≤1.0×10-3Pa·cm3/s  □≤5.0×10-3Pa·cm3/s   □其他                   
其它质量要求：□无； □有                                                      

	10
	超出标准工艺的特殊要求
	□内部气氛                                                    （气体成分及指标）
□密封框等X射线检测                                          （指标要求）
□互连等结构分析                                              （项目及指标）
□用户监制                    
□其它特殊要求：                                                                   
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	产 品 型 号
	

	开 发 阶 段
	
	负   责   人
	

	输入摘要：




	输出摘要：
    



	评审人员
	部门
	职务或职称
	评审人员
	部门
	职务或职称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评审内容：“√”表示评审通过，“╳”表示评审通不过，“？”表示有疑问或应作改进。

	1．技术指标符合性     □
	2．结构合理性           □
	3．可靠性设计         □

	4．加工可行性         □
	5．物资采购可行性       □
	6．合同交付合理性       □

	7．风险评估           □
	
	

	存在问题及改进建议：





	评审结论：
    




	对纠正措施的跟踪、验证：



	评审日期：
	



